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5. 

序号 符号 管脚名 功能描述

1 DIN 数据输入 控制数据信号输入

2 VDD 电源 供电管脚

3 DOUT 数据输出 控制数据信号输出

4 GND 地 信号接地和电源接地

6. 
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10. ƕƂƂżŴƕşƓƠżűŴʕ Ź

参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件

数据传输速度 fDIN --- 800 --- KHZ 占空比67%（数据1）

DOUT传输延迟
TPLH --- --- 500 ns

DIN→DOUT
TPHL --- --- 500 ns

Iout上升时间
Tr --- 100 --- ns VDS=1.5V

IOUT=13mA
Iout=5mATf --- 100 --- ns

11. 数据传输时间:

时序表名称 Min. 实际值 Max. 单位

T 码元周期 1.20 -- -- µs

T0H 0码，高电平时间 0.2 0.3 0.4 µs

T0L 0码，低电平时间 0.8 -- -- µs

T1H 1码，高电平时间 0.58 0.64 1.0 µs

T1L 1码，低电平时间 0.2 -- -- µs

Trst Reset码，低电平时间 >80 -- -- µs

1. 协议采用单极性归零码，每个码元必须有低电平，本协议的每个码元起始为高电平，高
电平时间宽度决定“0”码或“1”码。
2. 书写程序时，码元周期最低要求为1.2µs。
3. “0”码、 “1”码的高电平时间需按照上表的规定范围， “0”码、 “1”码的低电平时间要求
小于20µs.

Part No. SL-T3535RGBIC-L110
LG-QR-R009-01LG-QR-R009-01

Page 5 of 15



LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

12. ƓƠżűŴʕ Ź

DIN DIN DINDO DO DO

PIX1

D1 D2 D3 D4

PIX2 PIX3

码元周期

0码

1码

Reset码

T1H
T1L

T0L
T0H

T

Trst

13. ƓƠżűŴʕ Ź

D1 MCU D2̡D3̡D4 ̢
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14.  24bit ƓƠżűŴʕ Ź

G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G0 R7 R6 R5 R4
R3 R2 R1 R0 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

GRB (G7 → G6 →……..B0)

15.  

IC
̢ IC

R1
500
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Űŷŭş Ź

序号 实验项目 实验条件 参考标准 判断

1 冷热冲击
100 ± 5°C ~ -40°C ± 5°C

30min~30min  300cycles MIL-STD-202G 0/22

2 高温储藏 Ta= +100ºC  1000hrs JEITA ED-4701 
200 201 0/22

3 低温储藏 Ta= -40ºC  1000hrs JEITA ED-4701 
200 202 0/22

4 高温高湿
储藏

Ta=60ºC  RH=90% 1000hrs
JEITA ED-4701 

100 103 0/22

5 温度循环
-55ºC~25ºC~100ºC~25ºC

30min~5min~30min~5min
100 cycles

JEITA ED-4701 
100 105 0/22

6 耐焊接热 Tsld = 260°C, 10sec. 3 times JEITA ED-4701 
300 301 0/22

7 常温寿命
测试

25°C, IF: Typical current , 
1000hrs JESD22-A 108D 0/22

Ź

项目 符号 测试条件
判断标准

最小值 最大值

发光强度 IV DC=5V,规格典型电流 初始数据X0.7 ---

耐焊接热 --- DC=5V,规格典型电流 无死灯或明显损坏
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3.3. 

LED SMT

ŲŭŲŭŰş TOP SMD <30ǯC/60%RH 2
̡

ŲŭŲŭűş ŵ ŶůʕŮųŷƇ
̢ Ŷůʕ ̢

ŸŵƇ Ųŭŵŭű ̢ ̢

ŲŭŲŭŲş ŵ ̢

ŲŭŲŭų ̡ ̢

湿度卡正常未变色

湿度卡10%、20%处变为粉红色

湿度卡10%、20%、30%处变为粉红色

3.4. 

̢ PCB

0.5H PCB SMT

3.5. 

TOP SMD LED

a. 10% LED

b. 10%̡20%

c. 10%̡20%̡30%
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ŧƓƲ ƬƠƷşş ƓƯ Ũ ŲʕŮ ŲʕŮ

ŧƓƲ ƬƨƭŨ Űůůʕ ŰŴůʕ

ŧƓƲ ƬƠƷŨ ŰŴůʕ űůůʕ

ŧşƳƲ Ƭƨƭş ƳƲ ƬƠƷşŨ ŵůŬŰűůş ŵůŬŰŷůş

ŧƓƋŨ ŰŷŲşʕ űŰŶşʕ

ŧƳşƋŨ ŵůŬŰŴůş ŵůŬŰŴůş

Ů ŧƓşƏŨ űŰŴşʕ űųůşʕ

ŧşƳƯŨŴʕ ŻŰůş ŻŰůş

ŵʕŮ ŵʕŮ

űŴşʕ ŵ ŵ

̢

3.8. 

. SMT吸嘴要求：（红色圆圈指吸嘴内径）

. 材料取拿方式：用镊子夹取材料，不可按压胶体或尖锐物体碰刺胶体，材料不可堆叠放置；

. 产品在进行PCB布线设计时，针对软性板材、及0.5T以下板材，焊盘走向应与PCB延展方向保持垂直状态，以减少PCB板
弯折时产生之应力作用在LED引脚，造成LEDs产品因应力作用拉伸产生失效隐患；

OK( NG (

OK  NG 
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3.9. 

. LED LED PCB ̡LED
̢

. LED ̢ LED
̢

. 60ǯC( ≤60ǯC,

4.0. IC

. 静电和电涌会伤害到IC器件的LED产品，因此，必须做好相应的防护措施；

. IC器件的信号输入输出端口必段串接防护电阻以防电涌或静电冲击端口造成产品失效；

. 为保护好IC器件的LED产品，无论什么时间与场合，只要接触到LED时，都要穿带防静电手带，防静电脚带及防静电手套

. 所有的装置和仪器设备均须接地

. 建议每一种产品在出货前检验时，都应有相关电性测试，以挑选出因静电而产生的不良品

. 在电路设计时，应考虑消除电涌对LED危害的可能性.

4.1. 

̢

LED LED ̢

̢

LED ̢
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